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Abstract 

반도체 패키지란 일반적으로 전공정에서 실리콘에 형성된 회로를 외부로 연결해주고 보호해줄 수 



 

있도록 하는 후공정 단계이다. 반도체가 발전 할수록 더욱 빠르게 동작하고, 다양한 분야에 활용

함으로 인해 열방출에 대한 성능과 고 신뢰성을 요구하게 되었다. 최근 AI의 성장을 위해서는 패

키지의 발전도 같이 이루어져야 한다는 목소리가 커지고 있다. 이제는 패키지가 외부로 전기적, 

기계적 연결하고 열방출, 반도체의 보호에 대한 역할 뿐만 아니라 반도체 회로 소형화의 한계로 

패키지에 고속화, 다기능화, 저전력 등의 기능을 요구 하고 있다. 이에 발맞추어 실리콘 관통 적

극을 이용하여 HBM(High Band width) 메모리가 등장하고 있으며 이종 칩을 연결하여 새로운 시

스템 인 패키지가 만들어지고 있기도 하다. 점점 패키지의 역할이 중요해지고 있는 시점에 맞추

어 본 강의에서는 반도체 패키지가 어떤 역할을 하는지 앞으로의 Trend를 소개하고, Substrate를 

이용한 일반적인 반도체 패키지 공정과 새로운 시장을 위해 적용되고 있는 flip chip 및 웨이퍼 레

벨 패키지 기술 실리콘 관통 전극(TSV)를 이용한 3D 적층 패키지 기술과 이종 칩 연결 기술에 대

해 소개하고자 한다. 


